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证券代码：301285                证券简称：鸿日达                公告编号：2025-012 

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 

一、重要提示 

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指

定媒体仔细阅读年度报告全文。 

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 

非标准审计意见提示 

□适用 不适用 

公司上市时未盈利且目前未实现盈利 

□适用 不适用 

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 

适用 □不适用 

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中

股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10

股转增 0 股。 

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 

□适用 ☑不适用 

二、公司基本情况 

1、公司简介 

股票简称 鸿日达 股票代码 301285 

股票上市交易所 深圳证券交易所 

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 

姓名 蔡飞鸣 丁艳 

办公地址 江苏省苏州市昆山市玉山 江苏省苏州市昆山市玉山



鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要 

2 

镇青淞路 89 号 镇青淞路 89 号 

传真 0512-57379860 0512-57379860 

电话 0512-57379860 0512-57379860 

电子信箱 hrdzq@hrdconn.com hrdzq@hrdconn.com 

2、报告期主要业务或产品简介 

1、公司主营业务情况 

公司系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业。成立至今，始终坚持以研发为核心、以品质为基

石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，形成了以连接器

为主、以精密机构件为辅的产品体系，广泛应用于手机、智能穿戴设备、电脑等消费电子领域。依靠过硬的品质和优质

的服务，公司与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等国内外知名企业建立

了长期稳定的合作关系。为进一步提升核心竞争力，公司管理层根据行业发展趋势，利用现有的市场地位与客户资源，

以自主创新、产品开发为核心，以模具、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序制造技术为支撑，同时向工业连接器、

汽车连接器、新能源连接器等细分领域进行布局和拓展。 

公司一直重视对研发能力的投入，不断增加对高端人才的引进和培养，并加强与国内外顶尖院校的合作，努力开发

新技术、新产品。在 3D 打印方面，经过持续的研发投入，公司现已完成 3D 打印设备的开发研制工作，进入批量制造阶

段。目前公司具备了从打印设备开发到产品打印再到后端加工（包括热处理、CNC、研磨、抛光、PVT 喷涂等）的全制程

自研工艺的量产能力，可以为客户提供从胚料到成品的一站式服务，并已在消费电子、汽车波段雷达、半导体散热等方

面进行了产品送样。 

同时，公司对应用于半导体芯片封装层级的散热材料进行了探索式研发。本报告期公司审议通过调整原 IPO 募投项

目方案，将部分募集资金变更投向半导体金属散热片项目，全力聚焦于该产品的客户验证导入和量产准备。截至本报告

披露日，散热片产品已完成对多家重要客户的送样，并已取得部分核心客户的供应商代码（Vendor Code），且正式开始

批量供货。 

整体而言，2024 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极布局海外市场，在新产品开

发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片等产品均取得了较为明显的阶段性成长。本报告期内公司

业务整体保持稳定增长，但由于股权激励计划而确认股份支付费用大幅增加，同时持续加大在半导体封装级散热片和 3D

打印等新领域的产品开发力度，使得管理费用和研发费用同比增长较快，叠加原材料采购价格持续上涨，从而导致公司

的盈利水平承压，净利润出现亏损。 

2、公司主要产品介绍 

（1）消费电子连接器 

公司消费电子连接器产品主要为卡类连接器、I/O 连接器、耳机连接器、电池连接器及板对板（BTB）连接器等，广

泛应用于多种类型的手机、耳机、数据线、电脑及其他消费电子产品。 

公司连接器主要产品如下： 

类别 
功能及产品应用领域 示意图 

大类 细分类别 

卡类连接器 

卡座连接器 

卡类连接器主要用于连接 SIM 卡或记

忆卡与机内相关电路进行通讯，应用

于手机等通讯终端产品。 

  

卡托连接器 
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I/O 连接器 

Type-C 连 接

器 

主要用于充电、数据传输等，广泛应

用于手机等智能终端、耳机、数据线

等手机周边产品以及无线耳机等消费

电子产品。 
   

USB 连接器 
主要用于充电、数据传输等，应用于

智能终端、移动电源等。 

  

HDMI 连接器 
主要用于专用型数字化影像传输，应

用于 PC、机顶盒、投影机及高清电视

等设备。 
  

耳机连接器 

耳机连接器主要用于连接耳机与机内

相关电路进行音频信号传输，应用于

手机及周边产品、电脑等通讯终端产

品。   

电池连接器 
电池连接器主要用于 3C 电子产品中锂

电池的电力传输。 

  

其他 

ZIF 连接器 
即 Zero Insertion Force 连接器，用

于电子产品内部不同柔性 PCB 板的连

接。   

弹片连接器 
借助于金属弹片的导通性，起到一个

优质开关的作用，应用于手机、电脑

等通讯终端产品。 
  

BTB 连接器 
BTB 连接器用于连接 PCB/FPCB，应用

于手机、电脑等终端产品。 

  

卡类连接器主要用于手机等通讯终端产品内部电路与 SIM 卡或记忆卡的连接，因客户需求不同，卡类连接器形态、

结构亦呈现多样化。公司的卡类连接器产品主要包括卡座连接器及卡托连接器。卡座连接器包括单卡（单 SIM 卡/单 T-

Flash 卡）卡座、多合一(一体式/分体式)卡座等；卡托多为配合卡座使用，用于放置 SIM 卡、T-Flash 卡，包括单卡、

多合一卡托，按材质分有塑胶卡托、金属埋入成型卡托及 MIM 卡托。 

I/O 连接器用于实现外界与设备或不同设备之间的数据传输及交换。公司的 I/O 连接器主要包括 Type-C、Micro USB、

HDMI 等系列。 

耳机连接器主要用于实现耳机与机内相关电路进行音频信号传输。公司目前的耳机连接器产品包括普通耳机座、防

水耳机座、耳机座转接头等产品系列。 

板对板（BTB）连接器主要用于 PCB/FPCB 电路板相关连接，广泛应用于显示模组、指纹模组、摄像模组、声学模组、

电池模组等专业模组与主板之间的连接，具有信号传输能力强、高频传输稳定、降噪、轻薄及无需焊接等优点。在手机

轻薄化的趋势下，板对板（BTB）连接器能够通过实现超低高度和超窄间距以达到减薄机身和减少占板面积的目的。手机

中应用板对板（BTB）连接器的数量随着功能模块的增多而增多。 

（2）精密机构件 

公司的精密机构件产品主要通过金属粉末注射成型（MIM）及 3D 打印等不同工艺进行生产。相关的工艺在制备几何

形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势。公司目前已掌握了 MIM 工艺的核心技术，

生产的产品包括摄像圈支架、摄像头装饰件、笔记本转轴、智能手表卡扣等，主要应用于手机、电脑等便携式智能终端，

以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。同时，公司已成功研制出 3D 打印设备，可为客户提供从产品打印及后端加工

（包括热处理、CNC、研磨、抛光、PVT 喷涂等）的全流程一站式服务。 
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（3）半导体封装级金属散热片 

半导体封装级金属散热片是一种应用在半导体芯片封装层级的散热组件。其贴附在晶圆表面、实现导热和散热，从

而帮助控制半导体器件(如 CPU 处理器、GPU、FPGA、ASCI 等芯片)的温度，确保其在正常工作范围内运行。 

随着半导体技术的不断进步和集成度的持续提高，现代化电子产品也逐步向高性能、高频高速、以及轻薄化方向演

进。半导体制程技术的不断微缩导致芯片封装的空间被压缩得更加窄小，单位体积需要散发的热量不断提升，电子元器

件的发热密度越来越高。尤其是在 AI 大时代下，各类芯片需在更长的工作时间内处理更多数据信息以提升计算效能，若

其产生的热能无法快速散出，累积叠加后的热量将对芯片的安全产生极大威胁。因此，金属散热片在维持半导体元器件

的稳定运行、防止热失效以及提升性能等方面的作用日益凸显，已逐步成为半导体热管理解决方案中的核心组件。 

另一方面，随着 5G、物联网、人工智能、AI 算力、智能驾驶、通信（服务器、基站等）、存储等领域的前沿技术快

速发展，金属散热片的市场前景更加广阔。这些前沿创新对硬件设备的性能要求更高，尤其是在高性能计算、数据中心

等领域，对高效热管理解决方案的需求更加迫切。这些领域不仅对散热材料的性能有更高要求，还对其可靠性和效率制

定了更为严格的标准。半导体芯片封装层级的散热材料开始向以金属散热片为主的升级，尤其在面向 AI 领域的 CPU、

GPU、FPGA、ASIC 等芯片已成为标配，并随着芯片制程和效率升级朝着大尺寸、高附加值的方向发展。部分采用传统塑

封散热的芯片（比如高性能存储芯片）也有向金属散热片升级的趋势。 

（4）汽车连接器 

公司汽车车载连接器产品主要分为 Fakra 高速连接器、Mini Fakra 高速连接器、高速 HSD 连接器及高压连接器等。 

汽车连接器广泛应用于动力系统、车身控制系统、信息控制系统、安全系统、车身设备等方面。随着新能源汽车快

速渗透、配套设施逐步完善，整车厂对汽车高压/充换电连接器的要求不断增加，车载摄像头、GPS、车载天线以及激光

雷达等核心零部件的搭载数量亦持续提升。 

（5）新能源连接器 

公司在新能源领域的连接器产品主要包括自主研发应用于光伏组件的连接器和光伏接线盒产品，以及应用于储能领

域的 CCS（Cells Contact System）集成母排。CCS 集成母排主要由信号采集组件、塑胶结构件、铜铝排等组成，通过热

压合或铆接等工艺连接成一个整体，实现将储能设备的能量集中输出到一个集成母排上，以便有效管理和分配能量，同

时保证系统的安全性和可靠性。 

3、公司主要经营模式 

（1）研发模式 

以技术为驱动，以市场需求为导向，公司不断进行自主研发，形成了主动研发和按客户需求研发双同步的研发模式。

主动研发模式为基于对连接器行业发展趋势、前沿技术的分析判断，结合对客户、市场需求变化的理解，布局新的研发

方向或者对原有技术进行升级，不断提升工艺水平。按客户需求研发模式是以客户需求为核心，根据客户对功能特点、

技术参数、应用场景等方面的不同需求，进行定制化的研发。 

公司主动研发和按客户需求研发共同实施的研发模式，兼顾技术储备和定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中

满足了客户多样化需求。 
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（2）采购模式 

公司生产经营所需的原材料及其他物资由资材部负责，对采购的全过程进行控制与管理。公司制定了合格供应商名

册，每年均进行考核并动态更新。公司一般从原材料价格、产品品质、供货保证、交付时效及售后服务等方面对供应商

进行综合评估，遵循《供应商管理程序》进行选择，并经送样至品保部确认后，方可列入公司合格供应商名册。公司在

确定合格供应商名册后与之签订长期采购的框架合同，对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定。

公司采购的原材料价格由供应商先行报价，公司与供应商进行比价、议价后，将最终确定的价格录入 ERP 系统。经过多

年发展，公司已建立了完善的供应商选择及管理体系，可有效保障公司各类物资材料的供应。 

公司对生产所需物料主要采用“以产定购”的采购模式，即根据生产需求安排订单物料采购。公司生产计划下达后，

由生产管理人员做出物料需求表，资材部比较 ERP 系统中的供应商产品价格后，最终选定供应商并向其发出采购单。供

应商交货后，经品保部检验质量合格，由仓库接收物料并清点交货数量后办理入库。 

（3）生产模式 

公司产品种类及规格繁多，不同客户、不同产品对连接器的性能、规格要求各不相同，且对产品的交货周期有严格

要求，因此公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户的订单统筹安排生产，满足客户的定制化需求。业务部接

到客户订单后，录入 ERP 系统，将需求转化成系统中的销售订单。生产管理人员接收到来自业务部的销售订单后，先核

查成品库存状况，若成品足够，则回复业务部交期；若成品不足，则由生产管理人员发出生产排配单通知备料生产。在

所需物料不足的情况下，生产管理人员提出物料需求表，由权责主管核准后转呈资材部进行物料采购。生产部严格按照

生产计划及生产排配单安排领料生产。生产管理人员每日产销例会追踪生产进度，确保生产按计划进行。品保部对来料、

半成品、首件及成品进行全流程检验，确保产品品质满足客户需求。在整个生产过程中，业务部、生产部、资材部、品

保部等部门良好的跨部门协作，确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。 

（4）销售模式 

公司对于产品销售采用直销模式，由业务部具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。经过多年发展，

公司凭借一流的技术、可靠的产品和完善的服务，在业内积累了较高的品牌知名度，和众多优质客户建立了长期合作关

系。报告期内，合作客户的订单增长是公司销售持续增长的主要来源。公司销售团队通过参加展会、拜访潜在客户、现

有客户介绍等多种方式积极开拓新客户。 

根据行业特点，新客户在与公司确认合作关系前，一般须通过客户的认证，纳入合格供应商体系后，客户方才正式下达

订单进行采购。公司按照客户的订单需求组织安排生产。产品完工后，根据订单具体约定，公司主要采用第三方物流运

输的方式将产品发送至客户指定地点。客户确认收货后根据约定的支付条件向公司支付货款，最终完成产品的销售过程。 

3、主要会计数据和财务指标 

（1） 近三年主要会计数据和财务指标 

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 

是 □否 

追溯调整或重述原因 

会计政策变更 

元 

 2024 年末 
2023 年末 

本年末比上年

末增减 
2022 年末 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 

总资产 
2,009,782,68

8.44 

1,868,114,51

7.85 

1,868,114,51

7.85 
7.58% 

1,534,522,58

9.78 

1,534,400,13

7.91 

归属于上市公

司股东的净资

产 

1,025,400,30

3.65 

1,068,630,54

5.45 

1,068,630,54

5.45 
-4.05% 

1,046,163,42

0.48 

1,046,040,96

8.61 

 2024 年 
2023 年 

本年比上年增

减 
2022 年 

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 
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营业收入 
830,331,289.

65 

720,674,938.

04 

720,674,938.

04 
15.22% 

593,906,814.

49 

593,906,814.

49 

归属于上市公

司股东的净利

润 

-

7,572,834.80 

30,998,055.0

3 

30,998,055.0

3 
-124.43% 

49,315,308.3

0 

49,192,856.4

3 

归属于上市公

司股东的扣除

非经常性损益

的净利润 

-

9,005,160.42 

17,040,981.7

1 

17,040,981.7

1 
-152.84% 

31,499,637.5

3 

31,377,185.6

6 

经营活动产生

的现金流量净

额 

38,163,096.5

8 

87,072,574.0

9 

87,072,574.0

9 
-56.17% 

25,842,500.3

5 

25,842,500.3

5 

基本每股收益

（元/股） 
-0.04 0.15 0.15 -126.67% 0.29 0.29 

稀释每股收益

（元/股） 
-0.04 0.15 0.15 -126.67% 0.29 0.29 

加权平均净资

产收益率 
-0.73% 2.92% 2.92% -3.65% 0.10% 9.57% 

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 

执行《企业会计准则解释第 17 号》 

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自

2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告

期内财务报表无重大影响。 

保证类质保费用重分类 

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解

释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业

成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0。 

（2） 分季度主要会计数据 

单位：元 

 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 

营业收入 150,785,710.88 238,712,440.51 254,811,303.42 186,021,834.84 

归属于上市公司股东

的净利润 
4,399,035.52 11,678,319.10 13,489,713.94 -37,139,903.36 

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益

的净利润 

2,522,156.30 10,347,036.89 10,179,899.37 -32,054,252.98 

经营活动产生的现金 13,136,361.83 -36,640,184.60 69,430,838.60 -7,763,919.25 
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流量净额 

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 

□是 否 

4、股本及股东情况 

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 

单位：股 

报告期

末普通

股股东

总数 

8,625 

年度报

告披露

日前一

个月末

普通股

股东总

数 

8,776 

报告期

末表决

权恢复

的优先

股股东

总数 

0 

年度报告披露日前

一个月末表决权恢

复的优先股股东总

数 

0 

持有特

别表决

权股份

的股东

总数

（如

有） 

0 

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 

股东名

称 

股东性

质 

持股比

例 
持股数量 

持有有限售条件的

股份数量 

质押、标记或冻结情况 

股份状态 数量 

王玉田 
境内自

然人 
44.90% 92,799,243.00 92,799,243.00 质押 12,700,000.00 

昆山豪

讯宇企

业管理

有限公

司 

境内非

国有法

人 

10.48% 21,660,949.00 21,660,949.00 不适用 0.00 

石章琴 
境内自

然人 
3.63% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00 

东台昌

旭企业

管理有

限公司 

境内非

国有法

人 

2.90% 6,000,000.00 6,000,000.00 不适用 0.00 

宁波梅

山保税

港区龙

悦投资

管理有

限公司

－佳然

一号私

募证券

投资基

金 

其他 1.89% 3,900,000.00 0.00 不适用 0.00 

#沈剑峰 
境内自

然人 
1.36% 2,811,000.00 0.00 不适用 0.00 

国信证

券股份

有限公

司 

国有法

人 
1.27% 2,626,425.00 0.00 不适用 0.00 

#深圳市

景从资

产管理

有限公

司－景

从青锋

18 号私

其他 1.05% 2,170,000.00 0.00 不适用 0.00 
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募证券

投资基

金 

中国建

设银行

股份有

限公司

－信澳

新能源

产业股

票型证

券投资

基金 

其他 0.53% 1,097,300.00 0.00 不适用 0.00 

周三 
境内自

然人 
0.47% 967,700.00 0.00 不适用 0.00 

上述股东关联关系

或一致行动的说明 

王玉田、石章琴为夫妻关系，王玉田直接持有公司 44.90% 的股份，石章琴直接持有公司 3.63% 

的股份。王玉田持有公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司 44.72% 的股权、同时任其执行董

事。王玉田系公司股东东台昌旭企业管理有限公司的唯一股东，同时任其执行董事。 

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 

□适用 不适用 

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 

□适用 不适用 

公司是否具有表决权差异安排 

□适用 不适用 

（2） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 

 

公司报告期无优先股股东持股情况。 

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 

 

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 

□适用 不适用 

三、重要事项 

详见公司 2024 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。 
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